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� 2 � 60249-2-17 amend. 3   CEI:2000

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 52 de la CEI: Circuits imprimés.

Cet amendement incorpore l'amendement 1 (1993) et l'amendement 2 (1994).

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

52/864/FDIS 52/878/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cet amendement.

Un ligne verticale dans la marge indique le texte de l'amendement 3.

___________

Page 10

Article 5, tableau 1

Au lieu de:

Résistivité transversale après chaleur humide,
mesure effectuée dans la chambre climatique
(facultatif)

2.3 10 000 MΩ⋅min.

Résistivité transversale après chaleur humide
et reprise

2.3 50 000 MΩ⋅min.

Résistivité transversale à 200 °C 2.9.1 50 000 MΩ⋅min.

lire:

Résistivité transversale après chaleur humide,
mesure effectuée dans la chambre climatique
(facultatif)

2.3 10 000 MΩm⋅min.

Résistivité transversale après chaleur humide
et reprise

2.3 50 000 MΩm⋅min.

Résistivité transversale à 200 °C 2.9.1 50 000 MΩm⋅min.
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60249-2-17 Amend. 3   IEC:2000 � 3 �

FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 52: Printed circuits.

This amendment incorporates amendment 1 (1993) and amendment 2 (1994).

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS Report on voting

52/864/FDIS 52/878/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on
voting indicated in the above table.

A vertical line in the margin indicates the text of amendment 3.

___________

Page 11

Clause 5, table 1

Instead of:

Volume resistivity after damp heat while
in the humidity chamber (optional)

2.3 10 000 MΩ⋅min.

Volume resistivity after damp heat and recovery 2.3 50 000 MΩ⋅min.

Volume resistivity at 200 °C 2.9.1 50 000 MΩ⋅min.

read:

Volume resistivity after damp heat while
in the humidity chamber (optional)

2.3 10 000 MΩm⋅min.

Volume resistivity after damp heat and recovery 2.3 50 000 MΩm⋅min.

Volume resistivity at 200 °C 2.9.1 50 000 MΩm⋅min.
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� 4 � 60249-2-17 amend. 3   CEI:2000
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6.1.3  Rugosité superficielle (facultatif)

Remplacer le titre et le texte de ce paragraphe par les nouveaux titre et texte suivants:

6.1.3  Ondulation superficielle

Lorsqu'elle est vérifiée au moyen de la méthode d'essai 2M12 de la CEI 61189-2, l'ondulation
superficielle ne doit pas être supérieure à 5 µm, ceci aussi bien dans le sens de défilement du
matériau sous la machine que dans la direction perpendiculaire.

Page 16

6.4  Propriétés concernant l'adhérence de la feuille de cuivre

Remplacer la première ligne du tableau 3 de la manière indiquée ci-dessous:

Propriété Méthode d'essai
(paragraphe de la

CEI 60249-1)

Exigences

Force d'arrachement 2M05 de la CEI 61189-2 Pas inférieure à 25 N

Tableau 3, colonne 1

Supprimer «1,1,1-trichloroéthane» et remplacer «Solvants autres que le trichloroéthane» par
«Solvants après accord entre acheteur et fournisseur».

Colonne 3:

Supprimer la phrase «Selon accord entre acheteur et fournisseur».

Page 18

6.6  Soudabilité

Supprimer le titre et le texte de ce paragraphe.

Page 20

Remplacer le paragraphe 6.8 existant «Tolérances des dimensions» et le paragraphe 6.9
«Rectangularité des panneaux découpés» par ce qui suit:

6.8  Dimensions des planches

6.8.1  Dimensions typiques des planches

Les dimensions typiques des planches sont:

1 060 mm × 1 150 mm
   915 mm × 1 220 mm
1 000 mm × 1 000 mm
1 000 mm × 1 200 mm
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